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요약

본 발명은 제조 설비를 대형화할 필요 없이, 표시 품질이 높은 대형 화면의 표시장치를 제조할 수 있는 표시장치의 제

조방법을 제공한다.

유기 발광소자(12R, 12G, 12B)로 이루어지는 화소(12)가 형성된 소자 기판 (10A, 10B)을 동일 평면 위에 정렬시키

고 봉지 기판(20)에 대향시킨다. 소자 기판 (10A, 10B)과 봉지 기판(20)을 봉지용 접착수지(31)를 개재하여 첩합시

킴과 동시에, 봉지용 접착수지(31)를 이음매부(11)로부터 이면 측으로 삐어져 나오게 하는 것에 의해 이음매부(11)를

봉지용 접착수지(31)로 메워 넣는다. 간단한 공정으로 이음매부(11)의 이면 측을 확실히 봉지할 수가 있다. 상면 발광

의 유기 발광소자 (12R, 12G, 12B)를 이용한 대형의 표시장치에 적합하다. 이음매부(11)의 이면 측에는 삐어져 나온

봉지용 접착수지(31)를 개재하여 이(裏)봉지 부재를 배설해도 좋다. 그 후, 봉지용 접착수지(31)를 경화시킨다.

대표도

도 8

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은, 본 발명의 하나의 실시예에 관련된 표시장치의 구성을 나타내는 단면도.

도 2는, 도 1에 도시한 소자 기판의 유기 발광소자가 형성되어 있는 측에서 본 구성을 나타내는 평면도.

도 3은, 도 1에 도시한 봉지 기판의 차폐막이 형성되어 있는 측에서 본 구성을 나타내는 평면도.

도 4는, 도 2에 도시한 소자 기판과 도 3에 도시한 봉지 기판의 평면적인 겹침 상태를 나타내는 설명도.

도 5는, 도 4에 도시한 이음매부 부근의 겹침 상태를 확대해서 나타내는 설명도.

도 6은, 도 1에 도시한 표시장치의 제조방법을 공정순으로 나타내는 단면도.

도 7은, 도 6에 계속되는 공정을 나타내는 단면도.

도 8은, 도 7에 계속되는 공정을 나타내는 단면도.

도 9는, 도 7에 도시한 공정에서 이용되는 제조 장치의 하나의 예를 나타내는 설명도.

도 10은, 도 8에 계속되는 공정을 나타내는 단면도.

도 11은, 도 10에 도시한 공정에서 이용되는 제조장치의 하나의 예를 나타내는 설명도.

도 12는, 도 10에 계속되는 공정을 나타내는 단면도.

도 13은, 도 12에 도시한 공정에서 이용되는 이봉지 부재의 구성을 나타내는 평면도.

도 14는, 도 12에 도시한 공정에서 이용되는 제조 장치의 하나의 예를 나타내는 설명도.

도 15는, 본 발명의 변형예에 관련된 표시장치의 평면 구성을 나타내는 설명도.

도 16은, 도 15에 도시한 이음매부 부근을 확대해서 나타내는 설명도.

도 17은, 도 15에 도시한 표시장치에 이용되는 이봉지 부재의 구성을 나타내는 평면도.

도 18은, 봉지용 접착수지의 다른 도포 상태를 나타내는 평면도.

도 19는, 봉지 공정에 이용되는 제조 장치의 다른 예를 나타내는 설명도.

도 20은, 종래의 대형 유기 발광 표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 평면도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

lOA, lOB, 10C, 10D : 소자 기판

11 : 이음매부

12 : 화소

12R, 12G, 12B : 유기 발광소자(서브 픽셀)

13 : 제 1 전극

14 : 유기층

15 : 제 2 전극
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16 : 보호막

17 : 배선

18A, 18B, 18C, 18D : 소자측 얼라인먼트 마크

20 : 봉지 기판

21 : 차폐막

22A, 22B, 22C, 22D : 봉지측 얼라인먼트 마크

30 : 접착층

31: 봉지용 접착수지

40 : 가 고정층

41 : 가 고정용 접착수지

50 : 이봉지 부재

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 복수의 소형 기판을 늘어놓아 대형화되도록 한 표시장치의 제조방법에 관한 것으로, 특히 상면 발광의 유

기 발광소자를 사용한 대형 표시장치의 제 조에 적합한 표시장치의 제조방법에 관한 것이다.

근래, 정보화의 급속한 진전에 수반하여 텔레비젼, 모니터 등의 표시장치의 대형화로의 요구가 높아지고 있다. 대형 

표시장치의 용도는 철도역, 공항, 빌딩 혹은 호텔의 로비, 회의실 등의 공공의 장소에 한정되지 않고, 일반 가정에도 

확대되고 있다. 그렇지만, 종래의 CRT(Cathode Ray Tube; 음극선관) 혹은 액정 프로젝터를 사용한 모니터는 대형

화될수록 중량 혹은 두께가 증가되기 때문에, 취급이 불편하게 되거나 점유 면적이 증대한다는 문제가 있다.

거기서, 유기 발광소자를 사용한 유기 발광 표시장치를 대형 표시장치에 응용하는 시도가 주목받고 있다. 종래의 대

형의 유기 발광 표시장치의 제조 프로세스에서는, 예를 들면 우선, 도 20에 도시한 바와 같이, 지원(支援) 배면판(111

)에 복수의 타일(112A, 112B, 112C, 112D)을 첩부(貼付)하여 대형 기판(110)을 형성하는 이른바 타일 깔기를 행하

고, 그 후 이 대형 기판(110) 위에 유기 발광소자 등을 형성하도록 하고 있다(예를 들면, 특허문헌 1 참조).

특허문헌 1 : 일본 특개 2002-3136569호 공보

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 종래의 방법에서는 맨처음에 타일 깔기를 행하기 때문에, 공정이 늘어나고 만다. 또한, 타일 깔기 이후의 공정

에 있어서는 모든 제조설비를 대형화하지 않으면 안되므로, 설비 갱신에 수반하여 제조 코스트가 현저히 증가되어 버

린다는 문제가 있다. 더욱이, 품질면에 있어서도 대형 기판 위에 균일하게 유기층을 형성하는 것이 곤란하고, 화면 전

체에 걸쳐서 균일한 휘도를 얻는 것이 어려워질 우 려가 있다.

본 발명은 이러한 문제점을 감안하여 이루어진 것으로, 그 목적은 제조 설비를 대형화할 필요 없이 표시 품질이 높은 

대형 화면의 표시장치를 제조할 수가 있는 표시장치의 제조방법을 제공하는 것에 있다.
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발명의 구성 및 작용

본 발명에 의한 표시장치의 제조방법은, 각각 복수의 발광소자가 형성된 복수의 소자 기판을 동일 평면 위에 정렬시

키고 복수의 소자 기판과 봉지 기판을 봉지용 접착수지를 개재하여 첩합(貼合)시킴과 동시에, 봉지용 접착수지를 복

수의 소자 기판 사이의 이음매부로부터 이면 측으로 삐어져 나오게 하는 것에 의해 이음매부를 봉지용 접착수지로 메

워 넣는 봉지 공정과, 봉지용 접착수지를 경화시키는 경화 공정을 포함하는 것이다. 봉지 공정과 경화 공정 사이에는 

이음매부의 이면 측에, 삐어져 나온 봉지용 접착수지를 개재하여 이봉지(裏封止) 부재를 배설(配設)하는 이봉지 부재 

배설 공정을 포함하도록 해도 좋다. 또한, 봉지 공정보다도 전에, 봉지 기판에 차폐막을 형성하는 차폐막 형성 공정을 

포함하고, 봉지공정과 경화 공정 사이에 차폐막을 복수의 소자 기판의 이음매부에 대향시키도록 봉지 기판과 복수의 

소자 기판을 위치 맞춤하는 얼라인먼트 공정을 포함하도록 하는 것도 가능하다. 더욱이, 이 얼라인먼트 공정과 경화 

공정 사이에, 봉지용 접착수지와는 다른 가고정용 접착수지를 사용하여 복수의 소자 기판과 봉지 기판을 가고정하는 

가고정 공정을 포함하도록 해도 좋다.

본 발명에 의한 표시장치의 제조방법에서는, 봉지 공정에서 복수의 소자 기 판이 동일 평면 위에 정렬되어 봉지용 접

착수지를 개재하여 봉지 기판과 첩합됨과 동시에, 봉지용 접착수지가 복수의 소자 기판 사이의 이음매부로부터 이면 

측으로 삐어져 나오는 것에 의해 이음매부가 봉지용 접착수지로 메워진다. 계속해서, 경화 공정에서 봉지용 접착수지

가 경화된다.

(실시예)

이하, 본 발명의 실시예에 대해 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 1은, 본 발명의 하나의 실시예에 관련된 표시장치의 단면 구성을 나타내는 것이다. 이 표시장치는 예를 들면 퍼스

널컴퓨터의 모니터 혹은 텔레비전 등의 중대형의 유기발광표시장치, 또는 홈 시어터 등의 대형의 유기 발광 표시장치

로서 사용되는 것이다. 이 표시장치는 동일 평면 위에 정렬된 복수(본 실시예에서는 예를 들면 2장)의 소자 기판(10A,

10B)과 봉지 기판(20)이 대향 배치되고, 접착층 (30)에 의해 전면(全面)이 첩합된 구성을 가지고 있다.

소자 기판(10A, 10B)은 서로 이웃하는 단면끼리를 미소한 갭(gap), 즉 이음매부(11)를 가지도록 하여 서로 맞댄 상

태로 동일 평면 위에 정렬되어 있다. 이음매부(11)는 접착층(30)으로 메워져 있다. 이음매부(11)의 폭에 대해서는 후

술한다.

소자 기판(10A, 10B)은 예를 들면 유리 등의 절연 재료에 의해 구성되고, 적색의 광을 발생하는 유기 발광소자(12R)

와, 녹색의 광을 발생하는 유기 발광소자 (12G)와, 청색의 광을 발생하는 유기 발광소자(12B)가 순서대로 전체적으로

매트릭스 형상으로 설치되어 있다. 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)는 각각 하나의 서브 픽셀에 대응되고, 인접하는 

세 개의 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)에 의해 하나의 화 소(12)가 형성되어 있다.

유기 발광소자(12R, 12G, 12B)는 예를 들면 소자 기판(10A, 10B) 측으로부터 비도시된 TFT 및 평탄화막 등을 개재

하여, 양극으로서의 제 1 전극(13), 발광층을 포함하는 1층 이상의 유기층(14), 및 음극으로서의 제 2 전극(15)이 이 

순서대로 적층되어 있다. 제 2 전극(15) 위에는 필요에 따라 산화실리콘(SiO 2 ) 혹은 질화실리콘(SiN) 등으로 이루

어지는 보호막(16)이 형성되어 있어도 좋다.

제 1 전극(13)은 반사층으로서의 기능도 겸하고 있고, 예를 들면 백금(Pt), 금(Au), 크롬(Cr) 또는 텅스텐(W) 등의 금

속 또는 합금에 의해 구성되어 있다. 또, 제 1 전극(13)은 비도시된 절연막에 의해 서로 전기적으로 분리되어 있다.

유기층(14)은 유기 발광소자의 발광색에 따라 구성이 다르다. 유기 발광소자 (12R, 12B)의 유기층(14)은 정공(正孔) 

수송층, 발광층 및 전자 수송층이 제 1 전극(13) 측으로부터 이 순서대로 적층된 구조를 가지고 있고, 유기 발광소자(

12G)의 유기층(14)은 정공 수송층 및 발광층이 제 1 전극(13) 측으로부터 이 순서대로 적층된 구조를 가지고 있다. 

정공 수송층은 발광층으로의 정공 주입 효율을 높이기 위한 것이다. 발광층은 전계를 가하는 것에 의해 전자와 정공의

재결합이 일어나고, 광을 발생하는 것이다. 전자 수송층은 발광층으로의 전자 주입 효율을 높이기 위한 것이다.

유기 발광소자(12R)의 정공 수송층의 구성 재료로서는, 예를 들면 비스[(N-나프틸)-N-페닐]벤지딘(α-NPD)을 들 

수가 있고, 유기 발광소자(12R)의 발광층의 구성 재료로서는 예를 들면 2,5-비스[4-[N-(4-메톡시페닐)-N-페닐아

미노]]스티릴벤 젠-1,4-디카보니트릴(BSB)을 들 수 있으며, 유기 발광소자(12R)의 전자 수송층의 구성 재료로서는 

예를 들면 8-퀴놀리놀알루미늄 착체(Alq 3 )를 들 수 있다.

유기 발광소자(12B)의 정공 수송층의 구성 재료로서는 예를 들면 α-NPD를 들 수 있고, 유기 발광소자(12B)의 발광

층의 구성 재료로서는 예를 들면 4,4-비스 (2,2-디페닐비닌)비페닐(DPVBi)을 들 수 있으며, 유기 발광소자(12B)의 

전자 수송층의 구성 재료로서는 예를 들면 Alq 3 를 들 수 있다.
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유기 발광소자(12G)의 정공 수송층의 구성 재료로서는 예를 들면 α-NPD를 들 수가 있고, 유기 발광소자(12G)의 발

광층의 구성 재료로서는 예를 들면 Alq 3 에 쿠마린 6(C6 ; Coumarin 6)를 1 체적% 혼합한 것을 들 수 있다.

제 2 전극(15)은 반투과성 전극에 의해 구성되어 있고, 도 1의 우단의 화소 (12)에 점선으로 도시한 바와 같이, 발광

층에서 발생한 광은 제 2 전극(15) 측으로부터 취출되도록 되어 있다. 제 2 전극(15)은 예를 들면 은(Ag), 알루미늄 (

Al), 마그네슘(Mg), 칼슘(Ca), 나트륨(Na) 등의 금속 또는 합금에 의해 구성되어 있다.

봉지 기판(20)은 소자 기판(10A, 10B)의 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)가 형성되어 있는 측에 위치하고 있고, 접착

층(30)과 함께 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)를 봉지하고 있다. 봉지 기판(20)은 소자 기판(10A, 10B) 위의 모든 유

기 발광소자(12R, 12G, 12B)를 덮을 수 있는 크기를 가지고, 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)에서 발생한 광에 대해

서 투명한 유리 등의 재료에 의해 구성되어 있다.

봉지 기판(20)에는 예를 들면 화소(12)의 경계에 대향하여 블랙 매트릭스로 서의 차폐막(21)이 설치되어 있고, 유기 

발광소자(12R, 12G, 12B) 및 그 사이의 배선에서 반사된 외광을 흡수하여 콘트라스트를 개선하도록 되어 있다. 또, 

차폐막 (21)은 화소(12)의 경계 뿐만 아니라 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)의 경계에도 대향해서 설치되어 있어도 

좋다(도 1에는 도시하지 않음, 도 5 참조). 또한, 봉지 기판(20)의 차폐막(21)이 설치되어 있지 않은 영역에는 유기 발

광소자(12R, 12G, 12B)에서 발생한 광을 취출하기 위해, 비도시된 컬러 필터가 설치되어 있어도 좋다.

차폐막(21) 및 비도시된 컬러 필터는, 봉지 기판(20)의 어느 쪽의 면에 설치되어도 좋지만, 소자 기판(10A, 10B) 쪽

에 설치되는 것이 바람직하다. 차폐막(21) 및 비도시된 컬러 필터가 상면에 노출되지 않고, 접착층(30)에 의해 보호할

수가 있기 때문이다.

차폐막(21)은 소자 기판(10A, 10B)의 이음매부(11)에 대향하여 설치되어 있다. 차폐막(21)은 예를 들면 흑색의 착색

제를 혼입한 광학 농도가 1 이상인 흑색의 수지막, 또는 박막의 간섭을 이용한 박막 필터에 의해 구성되어 있다. 이 중

, 흑색의 수지막에 의해 구성하도록 하면, 싼 가격으로 용이하게 형성할 수가 있으므로 바람직하다. 박막 필터는 예를 

들면 금속, 금속질화물 혹은 금속산화물로 이루어지는 박막을 1층 이상 적층하고, 박막의 간섭을 이용하여 광을 감쇠

시키는 것이다. 박막 필터로서는, 구체적으로는 크롬과 산화크롬(Ⅲ)(Cr 2 0 3 )을 교대로 적층한 것을 들 수 있다.

접착층(30)는 소자 기판(10A, 10B)과 봉지 기판(20) 사이에 설치되고, 표시 장치의 강도를 확보함과 동시에, 수분이

나 산소의 침입에 의한 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)의 결정화 및 제 2 전극(15)의 박리를 보다 효과적으로 방지하

도록 되어 있다. 접착층(30)은 소자 기판(10A, 10B)의 전면에 설치되어 있을 필요는 없고, 유기 발광소자(12R, 12G, 

12B)를 덮도록 설치되어 있으면 좋다. 배선의 단부를 접착층(30)의 외부로 노출시키고, 구동 회로 등과의 전기적 접

속을 취하기 위해서이다.

접착층(30)은 상술한 바와 같이, 이음매부(11)를 메워 넣음과 동시에 이음매부(11)로부터 소자 기판(10A, 10B)의 이

면 측으로 삐어져 나와, 마개 형상 부분 (30A)으로 되어 있다. 이것에 의해, 이음매부(11)의 이면 측은 마개 형상 부분

(30A)에 의해 막혀, 이음매부(11)의 이면 측으로부터 수분 혹은 산소가 침입되는 것이 방지되어 있다. 마개 형상 부

분(30A)의 표면(30B)은 표시장치의 박형화를 위해 평탄화되어 있는 것이 바람직하다.

접착층(30)은 열경화형 수지 또는 자외선 경화형 수지에 의해 구성되어 있다. 특히, 봉지 기판(20)에 비도시된 컬러 

필터를 설치하는 경우에는 컬러 필터의 재료는 자외선을 투과하기 어렵기 때문에, 열경화형 수지에 의해 구성되어 있

는 것이 바람직하다.

도 2는 소자 기판(10A, 10B)의 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)가 형성되어 있는 측의 평면 구성을 나타내고 있다. 소

자 기판(10A, 10B)에는, 예를 들면 알루미늄(Al)으로 이루어지는 배선(17)이 종횡(縱橫)으로 형성되어 있으며, 그 위

에, 상술한 바와 같은 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)를 포함하는 발광 영역이 형성되어 있다. 소자 기판(10A)의 화

소(12) 이외의 영역에는, 예를 들면 대각선 상의 2개소 에 소자측 얼라인먼트 마크(18A, 18B)가 형성되어 있다. 소자

기판(10B)의 화소 (12) 이외의 영역에도 마찬가지로 대각선 상의 2개소에 소자측 얼라인먼트 마크 (18C, 18D)가 형

성되어 있다.

소자측 얼라인먼트 마크(18A, 18B, 18C, 18D)는 후술하는 얼라인먼트 공정에서 작업자가 목시(目視) 확인하면서 작

업을 행하는 것을 돕기 위한 것인다. 소자측 얼라인먼트 마크(18A, 18B, 18C, 18D)의 재료는 얼라인먼트 마크로서 

식별 가능한 재료라면 특별히 한정되지 않지만, 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)가 형성되기 전에 성막(成膜) 및 패터

닝이 가능한 재료가 바람직하고, 예를 들면 배선과 마찬가지의 재료{예를 들면 알루미늄(Al)}이라면 배선과 소자측 

얼라인먼트 마크(18A, 18B, 18C, 18D)를 동시에 형성할 수 있으므로 보다 바람직하다. 소자측 얼라인먼트 마크 (18

A, 18B, 18C, 18D)는, 본 실시예에서는 예를 들면 정사각형의 테두리(frame) 형상으로 형성되어 있지만, 그 형상은 

특별히 한정되지 않는다.
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도 3은 봉지 기판(20)의 차폐막(21)이 형성되어 있는 측의 평면 구성을 나타내고 있다. 봉지 기판(20)에는 소자측 얼

라인먼트 마크(18A, 18B, 18C, 18D)에 대향하는 위치에, 봉지측 얼라인먼트 마크(22A, 22B, 22C, 22D)가 형성되어

있다. 봉지측 얼라인먼트 마크(22A, 22B, 22C, 22D)는 차폐막(21)과 마찬가지의 재료에 의해 구성되고, 본 실시예에

서는 예를 들면 정사각형의 테두리에 정확히 수용되는 정사각형 형상으로 형성되어 있지만, 소자측 얼라인먼트 마크(

18A, 18B, 18C, 18D)에 대응하는 형상이라면 특별히 한정되지 않는다. 또, 도 3에서는 차폐막(21) 및 봉지측 얼라인

먼트 마크(22A, 22B, 22C, 22D)에는 교차하는 사선이 그어져 있다.

또한, 봉지 기판(20)의 네 코너에는 가(假)고정층(40)이 설치되어 있다. 가고정층(40)은 후술하는 제조 프로세스에서 

봉지측 얼라인먼트 마크(22A, 22B, 22C, 22D)와 소자측 얼라인먼트 마크(18A, 18B, 18C, 18D)를 정합(整合)시켜 

봉지 기판 (20)과 소자 기판(10A, 10B)을 위치 맞춤하는 얼라인먼트 공정을 행한 후에, 경화 공정을 행할 때까지 양

자를 정확한 위치 관계로 고정시켜 두기 위한 것이다. 가고정층(40)은 국소적인 경화가 용이하고, 또한 경화 시간이 

짧다는 점에서 자외선 경화형 수지에 의해 구성되어 있는 것이 바람직하다.

도 4 는, 도 2에 도시한 소자 기판(10A, 10B) 위의 유기 발광소자(12R, 12G, 12B), 배선(17) 및 소자측 얼라인먼트 

마크(18A, 18B, 18C, 18D)와 도 3에 도시한 봉지 기판(20) 위의 차폐막(21), 봉지측 얼라인먼트 마크(22A, 22B, 22

C, 22D) 및 가고정층(40)과의 평면적인 겹침 상태를 나타내고 있다.

도 5는 도 4에서 이음매부(11) 부근의 겹침 상태를 확대해서 나타내는 것이다. 이음매부(11)의 폭(D)은 이음매부(11)

를 사이에 두고 서로 이웃하는 소자 기판 (10A) 위의 화소(12)와, 소자 기판(10B) 위의 화소(12)와의 화소 피치(P1)

가 통상의 화소 피치(P2)와 같아 지도록 화소(12)의 사이즈에 따라 설정되는 것이 바람직하다. 또한, 소자 기판(10A, 

10B)의 단면(19A, 19B)은 차폐막(21)의 폭 방향 중심선(CL)과 폭 방향 단부(21A) 사이에 위치해 있는 것이 바람직

하다. 이것에 의해, 이음매부(11)가 차폐막(21)으로부터 삐어져 나오거나, 화소 피치(P1, P2)가 균등하게 되지 않고 

화소 피치(P1)가 크게 되고 말아 화면의 센터 피치가 어긋나 버리는 것을 방지할 수가 있기 때문이다. 더욱이, 이음매

부(11)의 폭(D)은 차폐막(21)의 폭(W) 이하인 것이 바람직하다.

이하, 도 6 내지 도 14 및 상술한 도 2 및 도 3을 참조하여 이 표시장치의 제조방법 및 이것에 이용되는 제조 장치를 

설명한다.

(소자측 얼라인먼트 마크 형성 공정)

우선, 도 2에 도시한 바와 같이 소자 기판(10A, 10B) 위에 예를 들면 직류 스퍼터링에 의해 상술한 재료로 이루어지

는 복수의 제 1 전극(13) 및 배선을 형성한다. 또한, 소자측 얼라인먼트 마크(18A, 18B, 18C, 18D)를 배선과 동일한 

재료에 의해 형성한다.

다음에, 제 1 전극(13) 위에 예를 들면 증착법에 의해 비도시된 에리어 마스크를 이용해서, 각 색별로, 상술한 재료로 

이루어지는 정공 수송층, 발광층 및 전자 수송층을 순차 성막하여 유기층(14)을 형성한다. 유기층(14)를 형성한 후, 

예를 들면 증착법에 의해 상술한 재료로 이루어지는 제 2 전극(15)을 형성한다. 이것에 의해, 유기 발광소자(12R, 12

G, 12B)가 형성된다. 그 후, 제 2 전극(15) 위에 필요에 따라 보호막(16)을 형성한다.

(차폐막 형성 공정)

계속해서, 도 3에 도시한 바와 같이, 예를 들면 상술한 재료로 이루어지는 봉지 기판(20)의 위에, 상술한 재료로 이루

어지는 차폐막(21) 및 봉지측 얼라인먼트 마크(22A, 22B, 22C, 22D)를 형성한다. 비도시된 컬러 필터를 형성하는 경

우에는, 차폐막(21) 및 봉지측 얼라인먼트 마크(22A, 22B, 22C, 22D)를 형성한 후에 일반적인 방법에 의해 형성할 

수가 있다.

(봉지 공정)

그 후, 도 6에 도시한 바와 같이, 봉지 기판(20)에 접착층(30)을 형성하기 위한 봉지용 접착수지(31) 및 가고정층을 

형성하기 위한 가고정용 접착수지(41)를 도포한다. 도포는, 예를 들면 슬릿 노즐형 디스펜서로부터 수지를 토출시켜 

행하도록 해도 좋고, 롤 코트 혹은 스크린 인쇄 등에 의해 행하도록 해도 좋으며, 방법은 특별히 한정되지 않는다. 봉

지용 접착수지(31) 및 가고정용 접착수지(41)의 양은, 첩합시킨 후의 소자 기판(10A, 10B)과 봉지 기판(2O) 사이의 

간격이 2㎛ 내지 200㎛ 정도로 되도록 조정하는 것이 바람직하다. 또한, 봉지용 접착수지(31) 및 가고정용 접착수지(

41)는 따로 따로 레이아웃해서 도포하는 것이 바람직하다. 본 실시예에서는, 예를 들면 도 6에 도시한 바와 같이 봉지

용 접착수지(31)를 면 형상으로 도포하고, 가고정용 접착수지(41)를 점 형상으로 도포하고 있다.

계속해서, 도 7에 도시한 바와 같이, 소자 기판(10A, 10B)을 동일 평면 위에 정렬시키고 봉지 기판(20)에 대향시켜, 

도 8에 도시한 바와 같이, 소자 기판(10A, 10B)과 봉지 기판(20)을 봉지용 접착수지(31)를 개재하여 첩합시킴과 동
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시에, 봉지용 접착수지(31)를 이음매부(11)로부터 이면 측으로 삐어져 나오게 하는 것에 의해 이음매부(11)를 봉지용

접착수지(31)로 메워 넣는다. 이것에 의해, 간단한 공정으로 이음매부(11)의 이면 측을 확실히 봉지할 수가 있다. 따

라서, 발광층에서 발생한 광을 제 2 전극(15) 측으로부터 취출하는 상면 발광의 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)를 이

용한 대형의 표시장치에 적합하다.

도 9는 소자 기판(10A, 10B)과 봉지 기판(20)의 첩합에 이용되는 제조장치의 하나의 예를 나타내고 있다. 이 제조 장

치(200)는 소자 기판(10A, 10B)과 봉지 기판(20)의 첩합과 이음매부(11)로의 봉지용 접착수지(31)의 메워 넣기를 동

시에 행할 수 있도록 한 것이다. 제조장치(200)는 소자 기판(10A, 10B)을 동일 평면 위에 정렬시킨 상태로 지지하는 

소자 기판 지지부(210)와, 봉지 기판(20)을 소자 기판 (10A, 10B)에 대향시키는 봉지 기판 지지부(220)와, 소자 기판

(10A, 10B)에 대향 배치된 봉지 기판(20)의 이면 측으로부터 압압(押壓)하는 가압부(230)을 구비하고 있다.

소자 기판 지지부(210)는 기대(基臺)(211) 위에 소자 기판(10A)의 지지 고정을 위한 흡착 지지부(212A )와, 소자 기

판(10B)의 지지 고정을 위한 흡착 지지부 (212B)를 구비하고 있다. 흡착 지지부(212A, 212B) 사이에는 틈새(212C)

가 설치되어 있다. 흡착 지지부(212A, 212B)의 외측에는 이재부(移載部)(213)가 설치되어 있다. 이재부(213)는 일체

(一體)로 된 것으로, 첩합된 봉지 기판(20) 및 소자 기판 (10A, 10B)의 휘어짐을 막고, 양자를 평행으로 유지한 상태

로 후속의 얼라인먼트 공정으로 이재하는 것이다.

봉지 기판 지지부(220)는 봉지 기판(20)을 흡착 지지하는 암(arm)부(221)와 이 암부(221)를 힌지부(222)를 중심으

로 하여 화살표 A 방향{소자 기판 지지부 (210) 측}으로 반전시키는 반전부(223)를 구비하고 있다. 반전부(223)는 

예를 들면 평행판 용수철에 의해 구성되어 있다.

이와 같은 제조 장치(200)에서는 우선, 비도시된 위치 결정 핀을 이용하여 소자 기판(10A, 10B)을 개략 위치 결정하

여 흡착 지지부(212A, 212B)에 흡착 고정 시킨다. 또한, 봉지 기판에 대해서도, 비도시된 위치 결정 핀을 이용하여 

개략 위치 결정하여 암부(221)에 흡착 고정시킨다. 이어서, 암부(221)를 화살표 A 방향 {소자 기판 지지부(210) 측}

으로 반전시키는 것에 의해, 봉지 기판(20)과 소자 기판 (10A, 10B) 사이에 소정의 간격을 두어 봉지 기판(20)을 소

자 기판(10A, 10B)에 대향시킨다. 그 후, 가압부(230)에 의해 압압력을 가하고 봉지용 접착수지(31)를 봉지 기판(20)

의 전면으로 확장하여, 도 8에 도시한 바와 같이 봉지 기판(20)과 소자 기판(10A, 10B)을 봉지용 접착수지(31)를 개

재하여 기포가 들어가지 않도록 첩합시킨다. 이 때, 흡착 지지부(212A, 212B)가 따로 따로 설치되고, 흡착 지지부(21

2A, 212B) 사이에 틈새(212C)가 확보되어 있기 때문에, 가압부(230)에 의해 확대된 봉지용 접착수지(31)는 이음매

부(11)로부터 이면 측의 틈새(212C)로 삐어져 나와, 기포가 들어가는 일 없이 이음매부(11)가 메워진다.

(얼라인먼트 공정 및 가고정 공정)

이어서, 도 10에 도시한 바와 같이 차폐막(21)을 이음매부(11)에 대향시키도록 봉지 기판(20)과 소자 기판(10A, 10B

)을 위치 맞춤하는 얼라인먼트 공정을 행한다. 이 얼라인먼트 공정에서는, 예를 들면 봉지측 얼라인먼트 마크(22A, 2

2B, 22C, 22D)와 소자측 얼라인먼트 마크(18A, 18B, 18C, 18D)를 정합시키는 것에 의해 이음매부(11)에 차폐막(21

)을 대향시키도록 할 수가 있다. 또, 도 10은 도 4의 X-X선에 있어서의 단면을 나타내고 있다.

이 때, 봉지 기판(20)과 소자 기판(10A, 10B)의 위치 맞춤은, 예를 들면 봉지 기판(20)을 고정시켜 두고, 이 봉지 기

판(20)에 대해서 소자 기판(10A, 1OB)을 한 장씩 순차 위치 맞춤해 나가도록 하는 것이 바람직하다. 즉, 우선 봉지측 

얼라인먼트 마크(22A, 22B)와 소자측 얼라인먼트 마크(18A, 18B)를 정합시키는 것에 의해 소자 기판(10A)을 봉지 

기판(20)에 대해서 위치 맞춤하고, 다음에, 봉지측 얼라인먼트 마크(22C, 22D)와 소자측 얼라인먼트 마크(18C, 18D

)를 정합시키는 것에 의해 소자 기판(10B)을 봉지 기판(20)에 대해서 위치 맞춤한다.

또한, 소자 기판(10A, 10B)을 한 장씩 위치 맞춤해 나가는 경우, 이미 위치 맞춤된 소자 기판(10A, 10B)이 정확한 위

치로부터 어긋나 버리지 않도록 할 필요가 있다. 이를 위해, 소자 기판(10A, 10B)을 한 장씩 위치 맞춤해 나가고, 위

치 맞춤이 완료된 것부터 순차 가고정해 나가도록 하는 것이 바람직하다.

도 11은, 이와 같은 얼라인먼트 공정에 이용되는 제조 장치의 하나의 예를 나타내고 있다. 이 제조 장치(300)는 소자 

기판(10A)의 얼라인먼트를 행하기 위한 XYθ얼라인먼트부(310A)와, 소자 기판(10B)의 얼라인먼트를 행하기 위한 

XYθ얼라인먼트부(310B)와, 봉지 기판(20)을 고정하는 봉지 기판 고정부(320)를 구비하고 있다. 또한, 이 제조 장치

(300)는 작업자가 소자측 얼라인먼트 마크(18A, 18B, 18C, 18D) 및 봉지측 얼라인먼트 마크(22A, 22B, 22C, 22D)(

도 10)를 목시 확인하기 위한 얼라인먼트 마크 관찰부(330)와, 가고정용 접착수지(41)를 경화시켜 가고정층(40)를 

형성하기 위한 가고정용 경화부(340)를 구비하고 있다. 가고정용 경화부(340)는 가고정용 접착수지(41)로서 자외선 

경화형 수지를 이용하는 경우에는, 예를 들면 스포트 UV(Ultra Violet radiation ; 자외선) 조사(照射) 장치 등을 이용

할 수가 있다. 더욱이, XYθ얼라인먼트부(3lOA, 3lOB)의 양측에는 제조장치(200) 와 마찬가지의 이재부(350)가 설

치되어 있다.



공개특허 10-2005-0000315

- 8 -

XYθ얼라인먼트부(310A)는 소자 기판(10A)을 진공 흡착에 의해 고정시키는 소자 기판 고정부(311A)를 구비하고 

있다. XYθ얼라인먼트부(310B)는 소자 기판 (10B)을 진공 흡착에 의해 고정시키는 소자 기판 고정부(311B)를 구비

하고 있다.

이와 같은 제조 장치(300)에서는, 예를 들면 우선, 봉지 기판 고정부(320)에 의해 봉지 기판(20)을 고정한다. 또한, 소

자 기판(10A)을 소자 기판 고정부(311A)에 흡착 고정시키고, 소자 기판(10B)을 소자 기판 고정부(311B)에 흡착 고

정시킨다.

다음에, 제조 장치(300)의 얼라인먼트 마크 관찰부(330)에서 소자측 얼라인먼트 마크(18A, 18B) 및 봉지측 얼라인

먼트 마크(22A, 22B)를 목시 확인하면서, 소자측 얼라인먼트 마크(18A, 18B)와 봉지측 얼라인먼트 마크(22A, 22B)

를 정합시키도록 XYθ얼라인먼트부(310A)에 의해 소자 기판(10A)의 위치를 조정하여, 소자 기판(10A)을 봉지 기판

(20)에 대해서 위치 맞춤한다.

소자 기판(10A)의 위치 맞춤을 완료한 후, 가고정용 경화부(340)에 의해 가고정용 접착수지(41)를 경화시켜 가고정

층(40)을 형성하는 가고정 공정을 행한다. 이것에 의해, 소자 기판(10A)이 위치 맞춤 후의 정확한 위치로부터 어긋나 

버리는 것이 방지된다.

이어서, 소자 기판(10A)의 경우와 마찬가지로 하여, 소자 기판(10B)을 봉지 기판(20)에 대해서 위치 맞춤한다.

소자 기판(10B)의 위치 맞춤을 완료한 후, 마찬가지로 가고정용 경화부(340) 에 의해 가고정용 접착수지(41)를 경화

시켜 가고정층(40)를 형성시키는 가고정 공정을 행한다. 이것에 의해, 소자 기판(10B)이 위치 맞춤 후의 정확한 위치

로부터 어긋나 버리는 것이 방지된다.

(이봉지 부재 배설 공정)

이어서, 도 12에 도시한 바와 같이, 이음매부(11)의 이면 측에 삐어져 나온 봉지용 접착수지(31)를 개재하여 이봉지 

부재(50)를 배설한다. 이봉지 부재(50)는 이음매부(11)의 형상에 맞추어 형성되어 있고, 본 실시예에서는 예를 들면 

도 13에 도시한 바와 같은 직사각형 형상으로 형성되어 있다. 이봉지 부재(50)의 폭은, 이음매부(11)의 폭보다도 넓

게 되어 있는 것이 바람직하다.

이봉지 부재(50)로서는, 예를 들면 금속, 유리, 실리콘 고무 혹은 이형지(離型紙)로 이루어지는 것을 이용하는 것이 

가능하다. 금속 혹은 유리로 이루어지는 것은 봉지용 접착수지(31)를 경화시킨 후에 제거하지 않고 그대로 잔존시켜 

이음매부(11)의 이면 측을 봉지시킬 수가 있어서, 수분 혹은 공기 등의 침입을 확실히 방지하여 신뢰성을 향상시킬 수

가 있으므로 바람직하다. 또한, 실리콘 고무 혹은 이형지로 이루어지는 것을 이용하면, 후술하는 경화 공정에서 봉지

용 접착수지(31)를 경화시켜 접착층(30)를 형성한 후에, 도 1에 도시한 바와 같이 박리 제거할 수가 있고, 접착층(30)

의 마개 형상 부분(30A)의 표면(30B)을 평탄화시킬 수가 있으므로 바람직하다. 이봉지 부재(50)는 테이프 형상과 같

은 유연한 것이어도 좋고, 판 형상과 같은 딱딱한 것이어도 좋다.

도 14는, 이봉지 부재(50)의 배설에 이용되는 제조장치의 하나의 예를 나타 내고 있다. 이 제조 장치(500)는 이봉지 

부재(50)를 소자 기판(10A, 10B) 측으로 세게 누르는 것에 의해 이봉지 부재(50)와 소자 기판(10A, 10B)과의 간격을

가급적 작게 하여, 도 1에 도시한 마개 형상 부분(30A)에 의한 봉지 효과를 더욱 높이기 위한 것이다. 제조 장치(500)

는 이봉지 부재(50)를 화살표 B 방향{소자 기판(10A, 10B) 측)으로 압압하는 가압판(510)과, 이 가압판(510)을 화살

표 B 방향{소자 기판 (10A, 10B) 측)으로 밀어 올리는 압압 부재(520)를 구비하고 있다. 가압판(510)은 이봉지 부재(

50)의 전면에 걸쳐서 균등하게 가압할 수 있는 것이 바람직하고, 이봉지 부재(50)의 형상에 맞추어 형성되어 있는 것

이 바람직하다. 압압 부재(520)로서는 가압판(50)의 전체에 걸쳐서 균등하게 압압할 수 있는 것이 바람직하고, 본 실

시예에서는 예를 들면 공압(空壓) 실린더를 사용하고 있다. 압압 부재(520)는 가압판(510)의 형상에 대응하여 배설되

어 있는 것이 바람직하다. 가압판(510) 및 압압 부재(520)는 상면이 개방된 케이스 몸체(530)에 수용되어 있다.

또한, 제조 장치(500)는 소자 기판(10A, 10B)을 각각 지지하는 소자 기판 지지부(540A, 540B)와, 봉지 기판(20)를 

눌러 고정하는 봉지 기판 고정부(550)를 구비하고 있다. 소자 기판 지지부(540A, 540B)의 양측에는 제조 장치(200)

와 마찬가지의 이재부(560)가 설치되어 있다.

이 제조 장치(500)에서는 공압 실린더로 이루어지는 압압 부재(520)의 로드 (52OA)을 상승시키는 것에 의해, 가압판

(510) 및 이봉지 부재(50)는 케이스 몸체 (530) 내에서 화살표 B 방향{소자 기판(10A, 10B) 측)으로 세게 눌린다.

(경화 공정)

그 후, 비도시된 경화 장치로 반송하고 봉지용 접착수지(31)를 경화시키는 것에 의해 접착층(30)을 형성한다. 그 후, 
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이봉지 부재(50)를 제거하는 것에 의해 마개 형상 부분(30A)의 표면(30B)이 평탄화된다. 또, 상술한 바와 같이 이봉

지 부재(50)의 재료에 따라서는 이봉지 부재(50)를 제거하지 않고 잔존시켜 두어도 좋다. 이상에 의해, 도 1에 도시한

표시장치가 완성된다.

이 표시장치에서는, 예를 들면 제 1 전극(13)과 제 2 전극(15) 사이에 소정의 전압이 인가되면 유기층(14)의 발광층

에 전류가 주입되고, 정공과 전자가 재결합하는 것에 의해, 주로 발광층의 정공 수송층 측의 계면에서 발광이 일어나

고, 이 광은 제 2 전극(15)을 투과하여 취출된다. 본 실시예에서는, 접착층(30)이 이음매부(11)로부터 이면 측으로 삐

어져 나와 마개 형상 부분(30A)으로 되어 있기 때문에, 이음매부(11)의 이면 측으로부터 수분 혹은 산소가 침입하는 

것이 방지되고 있다. 또한, 차폐막(21)이 이음매부(11)에 대향하도록 봉지 기판(20)과 소자 기판 (10A, 10B)이 위치 

맞춤되어 있기 때문에, 이음매부(11)가 차폐막(21)에 의해 눈에 띄지 않게 되어 표시 품질에 영향을 미치는 일이 없다

.

이와 같이, 본 실시예에서는 소자 기판(10A, 10B)을 동일 평면 위에 정렬시켜 봉지용 접착수지(31)를 개재하여 봉지 

기판(20)과 첩합시킴과 동시에, 봉지용 접착수지(31)를 이음매부(11)로부터 이면 측으로 삐어져 나오게 하는 것에 의

해 이음매부(11)를 봉지용 접착수지(31)로 메워 넣도록 하였기 때문에, 간단한 공정으로 이음매부(11)의 이면 측을 

확실히 봉지할 수가 있다. 따라서, 발광층에서 발생한 광을 제 2 전극(15) 측으로부터 취출하는 상면 발광의 유기 발

광소자(12R, 12G, 12B)를 이용한 대형의 표시장치에 적합하다.

또한, 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)는 봉지 기판(20)과 첩합시키기 전에 소자 기판(10A, 10B)에 형성되기 때문에, 

종래와 같이 대형 기판에 대응해서 제조 설비를 대형화할 필요가 없고, 기존의 소형 기판용의 설비를 그대로 이용할 

수가 있다. 또한, 소자 기판(10A, 10B)은 면적이 작고 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)를 균일하게 형성할 수가 있기 

때문에, 소자 기판(10A, 10B)을 늘어놓고 대형화시켰을 때의 품질의 불균일함이 적어진다. 따라서, 저(低) 코스트로 

표시 품질이 높은 대형 표시장치를 실현할 수가 있다.

〔변형예〕

다음에, 도 15를 참조하여 본 발명의 변형예에 관련된 표시장치의 구성에 대해 설명한다. 이 표시장치는 4장의 소자 

기판(10A, 10B, 10C, 10D)을 가지는 것을 제외하고는, 상기 실시예에서 설명한 표시장치와 동일하다. 따라서, 동일

한 구성 요소에는 동일한 부호를 붙이고, 그 상세한 설명을 생략한다.

도 16은, 도 15에 도시한 표시장치에서의 이음매부(11) 부근을 확대해서 나타낸 것이다. 이 경우, 이음매부(11)의 폭

(Dx)은, 이음매부(11)를 사이에 두고 서로 이웃하는 소자 기판(10A, 10C) 위의 화소(12)와 소자 기판(10B, 10D) 위

의 화소 (12) 사이의 화소 피치(P1x)가 통상의 화소 피치(P2x)와 동일하게 되도록 화소(12)의 사이즈에 따라 설정되

는 것이 바람직하다. 마찬가지로, 이음매부(11)의 폭(Dy)은 이음매부(11)를 사이에 두고 서로 이웃하는 소자 기판(10

A, 10B) 위의 화소(12)와 소자 기판(10C, 10D) 위의 화소(12) 사이의 화소 피치(P1y)가 통상의 화소 피치 (P2y)와 

동일하게 되도록 화소(12)의 사이즈에 따라 설정되는 것이 바람직하다. 또한, 소자 기판(10A, 10B, 10C, 10D)의 단

면(19A, 19B, 19C, 19D)은 차폐막(21)의 폭 방향 중심선(CL)과 폭 방향 단부(21A) 사이에 위치해 있는 것이 바람직

하다. 더욱이, 이음매부(11)의 폭(Dx, Dy)은, 차폐막(21)의 폭(W) 이하인 것이 바람직하다.

이 표시장치는, 상기 실시예와 마찬가지로 해서 제조할 수가 있다. 또, 본 변형예에서는 이음매부(11)가 십자형으로 

되기 때문에, 이봉지 부재(50)로서는, 예를 들면 도 17에 도시한 바와 같은 십자 형상의 것을 이용할 수가 있고, 제조 

장치 (500)의 가압판(510) 및 케이스 몸체(530)도 마찬가지로 십자 형상으로 할 수가 있다. 이 경우에서도, 압압 부재

(520)는 십자 형상의 가압판(510)의 형상에 따라 복수 배설되어 있는 것이 바람직하다.

이상, 실시예를 들어 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 상기 실시예에 한정되는 것이 아니고 여러 가지 변형이 가능

하다. 예를 들면, 상기 실시예에서는 봉지 공정과 경화 공정 사이에 얼라인먼트 공정, 가고정 공정 및 이봉지 부재 배

설 공정을 행하도록 한 경우에 대해 설명하였지만, 봉지 공정 시에 정확한 위치 결정이 가능하다면 얼라인먼트 공정은

생략해도 좋다. 또한, 이봉지 부재 배설 공정은 반드시 행할 필요는 없고, 도 8에 도시한 바와 같이 봉지용 접착수지(3

1)가 소자 기판(10A, 10B)의 이면 측으로 삐어져 나와 부풀어 오른 상태인 채로 경화시키는 것도 가능하다.

또한, 예를 들면 상기 실시예에서는, 봉지 공정에서 봉지 기판(20)에 봉지용 접착수지(31)를 면 형상으로 도포하도록 

하였지만, 도 18에 도시한 바와 같이 소자 기판(10A, 10B)에 봉지용 접착수지(31)를 면 형상으로 도포하도록 해도 

좋다. 그 경우, 도 19에 도시한 바와 같이 흡착부(610, 620)에 의해 봉지 기판(20)의 대향하는 두 변을 지지하고, 롤

러(630)를 봉지 기판(20) 위에서 화살표 C 방향으로 이동하면서 압압시키고, 그것에 수반하여 봉지 기판(20)의 휨 각

도를 작게 해 나가는 것에 의해 봉지 기판(20)과 소자 기판(10A, 10B)을 첩합시키도록 하는 것이 가능하다.

더욱이, 상기 실시예에 대해 설명한 각 층의 재료 및 막 두께, 또는 성막 방법 및 성막 조건 등은 한정되는 것이 아니

며, 다른 재료 및 두께로 해도 좋고, 또는 다른 성막 방법 및 성막 조건으로 해도 좋다.
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이에 더하여 상기 실시예에서는, 유기 발광소자(12R, 12G, 12B)의 구성을 구체적으로 들어 설명하였지만, 모든 층을

구비할 필요는 없고, 또한, 다른 층을 더 구비하고 있어도 좋다.

더욱이 또한, 상기 실시예에서 설명한 각 제조 장치의 구성은 한정되는 것이 아니며, 다른 구성으로 해도 좋다. 예를 

들면, 도 14에 도시한 제조 장치(500) 중 이재부(560) 및 케이스 몸체(530)를 일체화하여 가압판(510) 및 압압 부재(

520)를 편입시킨 것을 도 9에 도시한 이재부(213)에 바꿔 넣어도 좋다

이것에 의해, 소자 기판(10A, 10B)과 봉지 기판(20)의 첩합과, 이음매부(11)로의 봉지용 접착수지(31)의 메워넣기와,

이음매부(11)의 이면 측으로 삐어져 나온 봉지용 접착수지(31)를 개재하여 이봉지 부재(50)를 배설하는 것을 동시에 

행할 수가 있다.

이에 더하여 또한, 상기 실시예 및 변형예에서는 소자 기판의 장 수를 2장 및 4장으로 하였지만, 소자 기판의 장 수는 

2장 또는 4장으로 한정되는 것은 아니다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 발명의 표시장치의 제조방법에 의하면, 복수의 소자 기판을 동일 평면 위에 정렬시켜 봉지

용 접착수지를 개재하여 봉지 기판과 첩합시킴과 동시에, 봉지용 접착수지를 이음매부로부터 이면 측으로 삐어져 나

오게 함으로써 이음매부를 봉지용 접착수지로 메워 넣었기 때문에, 간단한 공정으로 이음매부의 이면 측을 확실히 봉

지할 수가 있다. 따라서, 발광층에서 발생한 광을 제 2 전극 측으로부터 취출하는 상면 발광의 유기 발광소자를 이용

한 대형의 표시장치에 적합하다.

또한, 발광소자는, 봉지 기판과 첩합시키기 전에 소자 기판에 형성되어 있으므로, 종래와 같이 대형 기판에 대응하여 

제조 설비를 대형화할 필요가 없고, 기존의 소형 기판용의 설비를 그대로 이용할 수가 있다. 또한, 소자 기판은 면적이

작고, 발광소자를 균일하게 형성할 수가 있으므로, 복수의 소자 기판을 늘어놓아 대형화했을 때의 품질의 불균일함이

적어진다. 따라서, 저비용으로 표시 품질이 높은 대형 표시장치를 실현할 수가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
각각 복수의 발광소자가 형성된 복수의 소자 기판을 동일 평면 위에 정렬시키고 상기 복수의 소자 기판과 봉지(封止) 

기판을 봉지용 접착수지를 개재하여 첩합시킴과 동시에, 상기 봉지용 접착수지를 상기 복수의 소자 기판 사이의 이음

매부로부터 이면측으로 삐어져 나오게 하는 것에 의해 상기 이음매부를 상기 봉지용 접착수지로 메워 넣는 봉지 공정

과,

상기 봉지용 접착수지를 경화시키는 경화 공정을

포함하는 것을 특징으로 하는 표시장치의 제조방법.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 봉지 공정과 상기 경화 공정 사이에,

상기 이음매부의 이면 측에, 상기 삐어져 나온 봉지용 접착수지를 개재하여 이(裏)봉지 부재를 배설하는 이봉지 부재 

배설 공정을 포함하는

것을 특징으로 하는 표시장치의 제조방법.

청구항 3.
제 2항에 있어서,

상기 경화 공정 후, 상기 이봉지 부재를 제거하는

것을 특징으로 하는 표시장치의 제조방법.
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청구항 4.
제 1항에 있어서,

상기 봉지 공정보다도 전에, 상기 봉지 기판에 차폐막을 형성하는 차폐막 형성 공정을 포함하고,

상기 봉지 공정과 상기 경화 공정 사이에, 상기 차폐막을 상기 복수의 소자 기판의 이음매부에 대향시키도록 상기 봉

지 기판과 상기 복수의 소자 기판을 위치 맞춤하는 얼라인먼트 공정을 포함하는

것을 특징으로 하는 표시장치의 제조방법.

청구항 5.
제 4항에 있어서,

상기 봉지 공정보다도 전에, 상기 복수의 소자 기판에 소자측 얼라인먼트 마크를 형성하는 소자측 얼라인먼트 마크 

형성 공정을 포함하고,

상기 차폐막 형성 공정에, 상기 봉지 기판에 봉지측 얼라인먼트 마크를 형성하며,

상기 얼라인먼트 공정에, 상기 봉지측 얼라인먼트 마크와 상기 소자측 얼라인먼트 마크를 정합시키는 것에 의해 상기

차폐막을 상기 복수의 소자 기판의 이음매부에 대향시키는

것을 특징으로 하는 표시장치의 제조방법.

청구항 6.
제 4항에 있어서,

상기 얼라인먼트 공정과 상기 경화 공정 사이에, 가(假)고정용 접착수지를 이용하여 상기 복수의 소자 기판과 상기 봉

지 기판을 가고정하는 가고정 공정을 포함하는

것을 특징으로 하는 표시장치의 제조방법.

청구항 7.
제 6항에 있어서,

상기 복수의 소자 기판을 한 장씩 상기 봉지 기판에 대해 위치 맞춤해 나가고, 위치 맞춤이 완료된 상기 소자 기판부

터 순차 가고정하는

것을 특징으로 하는 표시장치의 제조방법.

청구항 8.
제 1항에 있어서,

상기 발광소자는 제 1 전극, 발광층을 포함하는 1층 이상의 유기층 및 제 2 전극이 상기 소자 기판 측부터 순차 적층

되고, 상기 발광층에서 발생한 광을 상기 제 2 전극 측으로부터 취출하는 유기 발광소자인

것을 특징으로 하는 표시장치의 제조방법.

도면
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摘要(译)

本发明提供一种制造显示装置的方法，该显示装置能够制造具有高显示
质量的大屏幕显示装置，而不需要大尺寸的制造设备。 其上形成有机发
光元件12R，12G和12B的像素12的元件基板10A和10B在同一平面上排
列并与密封基板20相对。元件基板10A和10B以及密封基板20通过密封粘
合树脂31粘合，并且使密封粘合树脂31从接合部分11突出到背面接合部
分11填充有用于密封的密封树脂31。接头11的后侧可以通过简单的过程
牢固地密封。并且适用于使用有机发光元件12R，12G和12B进行顶面发
光的大尺寸显示装置。 （后）密封构件可以经由粘合树脂31设置在接合
部分11的后表面侧上以进行密封。之后，使密封粘合树脂31固化。 8
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